附件1

2026年成都市新都区引进急需紧缺人才岗位和条件要求一览表

	主管部门
	名称
	公益属性
	招聘总数
	招聘岗位

名称及职责
	招聘方式
	岗位类别
	招聘人数
	专业
	学历学位
	其它
	面试比例

	成都市新都现代交通产业功能区管理委员会
	成都市新都现代交通产业功能区产业发展战略研究中心
	公益一类
	1
	MEMS传感器集成电路设计与封装工程师：

1.负责MEMS传感器市场调研及制定产品发展战略；

2.负责带领团队进行MEMS传感器芯片的设计及封装测试；

3.负责产品优化迭代及技术支持。
	考核
	专业技术岗位
	1
	电子科学与技术（0809）、

信息与通信工程（0810）
	研究生学历

并取得

博士学位
	1.1984年6月23日及以后出生；

2.在国内核心期刊上发表半导体/传感器相关论文至少1篇，或发表半导体/传感器相关SCI论文至少1篇。
	3:1


